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(57)摘要

本发明涉及一种瓷砂，公开了一种新型瓷砂

及其制备方法，包括如下质量份数的原料：

MgCO34～6份、石英0.4～0.8份、莫来石0.4～0.8

份、Al2O30.2～0.6份、Fe2O30.2～0.6份、CaO0.8

～1.2份、Na2O0.8～1.2份、K2O0.8～1.2份，制备

方法：按照质量份数的比例将MgCO3、石英、莫来

石、Al2O3、Fe2O3、CaO、Na2O、K2O放入球磨机后球磨

混合；经过榨泥，并用真空练泥机挤制成泥段；在

大窑中以弱还原焰烧结，烧结温度为1225℃，然

后粉碎成0.5～1.0mm的颗粒而制成。本发明制备

的瓷砂坯料中石英、莫来石的含量相应减少，焙

烧时出现短柱堇青石晶体，降低了瓷的膨胀系

数，同时由于特制瓷砂和棕釉构成的胶砂层的膨

胀系数小于瓷主体，在产品的外表面上形成了一

层具有预压应力的胶砂层，其机械强度要强于普

通瓷砂产品，保证产品质量的可靠性。

权利要求书1页  说明书4页  附图1页

CN 115504806 A

2022.12.23

CN
 1
15
50
48
06
 A



1.一种新型瓷砂，其特征在于，包括如下质量份数的原料：MgCO34～6份、石英0.4～0.8

份、莫来石0.4～0.8份、Al2O30.2～0.6份、Fe2O30.2～0.6份、CaO  0.8～1.2份、Na2O  0.8～

1.2份、K2O  0.8～1.2份。

2.根据权利要求1所述的一种新型瓷砂，其特征在于，包括如下质量份数的原料：MgCO34

份、石英0.8份、莫来石0.4份、Al2O30.6份、Fe2O30.6份、CaO  1.2份、Na2O  1.2份、K2O  1.2份。

3.根据权利要求1所述的一种新型瓷砂，其特征在于，包括如下质量份数的原料：MgCO35

份、石英0.6份、莫来石0.6份、Al2O30.4份、Fe2O30.4份、CaO  1份、Na2O  1份、K2O  1份。

4.根据权利要求1所述的一种新型瓷砂，其特征在于，包括如下质量份数的原料：MgCO36

份、石英0.4份、莫来石0.8份、Al2O30.2份、Fe2O30.2份、CaO  0.8份、Na2O  0.8份、K2O  0.8份。

5.一种根据权利要求1‑4任一项所述的新型瓷砂的制备方法，其特征在于，包括如下步

骤：

S1：按照质量份数的比例将MgCO3、石英、莫来石、Al2O3、Fe2O3、CaO、Na2O、K2O放入球磨机

后球磨混合；

S2：经过榨泥，并用真空练泥机挤制成泥段；

S3：在大窑中以弱还原焰烧结，烧结温度为1225℃，然后粉碎成0.5～1.0mm的颗粒而制

成。

6.根据权利要求5所述的一种新型瓷砂的制备方法，其特征在于，MgCO3在焙烧过程中发

生如下反应：
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一种新型瓷砂及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种瓷砂，具体为一种新型瓷砂及其制备方法。

背景技术

[0002] 由于目前采用的瓷砂胶装的产品在进行弯曲破坏试验时，出现瓷套断裂位置不在

危险端面(下端法兰胶装砂位置)，而是在法兰与瓷套胶装水泥中间部位。这种比例也较大，

根据目前弯曲破坏试验统计的数量，约占25％左右，因为它没有充分发挥瓷质具有的机械

强度，稳定产品的机械性能，保证产品质量的可靠性。目前现有的工艺不能充分发挥瓷质具

有的机械强度。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于提供一种新型瓷砂及其制备方法，本发明制备的瓷砂降低了瓷

的膨胀系数，同时由于特制瓷砂和棕釉构成的胶砂层的膨胀系数小于瓷主体，在产品的外

表面上形成了一层具有预压应力的胶砂层，其机械强度要强于普通瓷砂产品，保证产品质

量的可靠性，以解决上述背景技术中提出的瓷砂机械强度不能满足要求的问题。

[0004] 为实现上述目的，本发明提供如下技术方案：一种新型瓷砂，包括如下质量份数的

原料：MgCO3  4～6份、石英0.4～0.8份、莫来石0.4～0.8份、Al2O3  0.2～0.6份、Fe2O3  0.2～

0.6份、CaO  0.8～1.2份、Na2O  0.8～1.2份、K2O  0.8～1.2份。

[0005] 进一步地，包括如下质量份数的原料：MgCO3  4份、石英0.8份、莫来石0.4份、Al2O3 

0.6份、Fe2O3  0.6份、CaO  1.2份、Na2O  1.2份、K2O  1.2份。

[0006] 进一步地，包括如下质量份数的原料：MgCO3  5份、石英0.6份、莫来石0.6份、Al2O3 

0.4份、Fe2O3  0.4份、CaO  1份、Na2O  1份、K2O  1份。

[0007] 进一步地，包括如下质量份数的原料：MgCO3  6份、石英0.4份、莫来石0.8份、Al2O3 

0.2份、Fe2O3  0.2份、CaO  0.8份、Na2O  0.8份、K2O  0.8份。

[0008] 本发明提供另一种技术方案：一种新型瓷砂的制备方法，包括如下步骤：

[0009] 步骤1：按照质量份数的比例将MgCO3、石英、莫来石、Al2O3、Fe2O3、CaO、Na2O、K2O放

入球磨机后球磨混合；

[0010] 步骤2：经过榨泥，并用真空练泥机挤制成泥段；

[0011] 步骤3：在大窑中以弱还原焰烧结，烧结温度为1225℃，然后粉碎成0.5～1.0mm的

颗粒而制成。

[0012] 进一步地，MgCO3在焙烧过程中发生如下反应：

[0013]

[0014]

[0015] 与现有技术相比，本发明的有益效果是：
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[0016] 1 .本发明提出的新型瓷砂及其制备方法，由于在坯料中加入MgCO3，在焙烧过程

中，MgCO3在350℃左右就开始分解，分解时所产生的CO2排出坯外，使坯体内部的空位增多所

致，同时这也降低了瓷坯的烧结温度，玻璃相也相应增多，气孔膨胀，显示出过烧的特征，气

孔多呈圆形，孔径较大，分布也较均匀。

[0017] 2.本发明提出的新型瓷砂及其制备方法，坯料中石英、莫来石的含量相应减少，焙

烧时出现约1～2μm的短柱堇青石晶体，降低了瓷的膨胀系数，同时由于特制瓷砂和棕釉构

成的胶砂层的膨胀系数小于瓷主体，在产品的外表面上形成了一层具有预压应力的胶砂

层，其机械强度要强于普通瓷砂产品，保证产品质量的可靠性。

附图说明

[0018] 图1为本发明的工艺流程图。

具体实施方式

[0019] 下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完

整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于

本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他

实施例，都属于本发明保护的范围。

[0020] 本发明实施例中：一种新型瓷砂，包括如下质量份数的原料：MgCO3  4～6份、石英

0.4～0.8份、莫来石0.4～0.8份、Al2O3  0.2～0.6份、Fe2O3  0.2～0.6份、CaO  0.8～1.2份、

Na2O  0.8～1.2份、K2O  0.8～1.2份。

[0021] 实施例1

[0022] 取如下质量份数的原料：MgCO3  4份、石英0.8份、莫来石0.4份、Al2O3  0.6份、Fe2O3 

0.6份、CaO  1.2份、Na2O  1.2份、K2O  1.2份。

[0023] 基于上述原料配比，提供一种新型瓷砂的制备方法，工艺流程如图1，包括以下步

骤：

[0024] 步骤1：按照上述质量份数的比例将MgCO3、石英、莫来石、Al2O3、Fe2O3、CaO、Na2O、

K2O放入球磨机后球磨混合；

[0025] 步骤2：经过榨泥，并用真空练泥机挤制成泥段；

[0026] 步骤3：在大窑中以弱还原焰烧结，烧结温度为1225℃，MgCO3在350℃左右开始分

解，分解时所产生的CO2排出坯外，使坯体内部的空位增多所致，同时这也降低了瓷坯的烧

结温度，玻璃相也相应增多，气孔膨胀，气孔多呈圆形，孔径较大，分布也较均匀，显示出过

烧的特征，然后粉碎成0.5～1.0mm的颗粒而制成。

[0027] 实施例2

[0028] 取如下质量份数的原料：MgCO3  5份、石英0.6份、莫来石0.6份、Al2O3  0.4份、Fe2O3 

0.4份、CaO  1份、Na2O  1份、K2O  1份。

[0029] 基于上述原料配比，提供一种新型瓷砂的制备方法，工艺流程如图1，包括以下步

骤：

[0030] 步骤1：按照上述质量份数的比例将MgCO3、石英、莫来石、Al2O3、Fe2O3、CaO、Na2O、

K2O放入球磨机后球磨混合；
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[0031] 步骤2：经过榨泥，并用真空练泥机挤制成泥段；

[0032] 步骤3：在大窑中以弱还原焰烧结，烧结温度为1225℃，MgCO3在350℃左右开始分

解，分解时所产生的CO2排出坯外，使坯体内部的空位增多所致，同时这也降低了瓷坯的烧

结温度，玻璃相也相应增多，气孔膨胀，气孔多呈圆形，孔径较大，分布也较均匀，显示出过

烧的特征，然后粉碎成0.5～1.0mm的颗粒而制成。

[0033] 实施例3

[0034] 取如下质量份数的原料：MgCO3  6份、石英0.4份、莫来石0.8份、Al2O3  0.2份、Fe2O3 

0.2份、CaO  0.8份、Na2O  0.8份、K2O  0.8份。

[0035] 基于上述原料配比，提供一种新型瓷砂的制备方法，工艺流程如图1，包括以下步

骤：

[0036] 步骤1：按照上述质量份数的比例将MgCO3、石英、莫来石、Al2O3、Fe2O3、CaO、Na2O、

K2O放入球磨机后球磨混合；

[0037] 步骤2：经过榨泥，并用真空练泥机挤制成泥段；

[0038] 步骤3：在大窑中以弱还原焰烧结，烧结温度为1225℃，MgCO3在350℃左右开始分

解，分解时所产生的CO2排出坯外，使坯体内部的空位增多所致，同时这也降低了瓷坯的烧

结温度，玻璃相也相应增多，气孔膨胀，气孔多呈圆形，孔径较大，分布也较均匀，显示出过

烧的特征，然后粉碎成0.5～1.0mm的颗粒而制成。

[0039] 本发明的瓷砂中石英、莫来石的含量相应减少，石英的熔融边变宽，而在玻璃基质

中，出现约1～2μm的短柱堇青石晶体，该晶体在薄片中无色透明，折射率介于石英和树脂之

间，颗粒均匀。在二次气孔边缘的玻璃相中，有时可观察到10～20μm的短柱状堇青石晶体。

这是由于坯料中加入MgCO3后，在焙烧过程中出现下列反应的结果：

[0040]

[0041]

[0042] 对特殊瓷砂进行X射线衍射分析，也证明了堇青石的存在，由于特殊瓷砂中存在堇

青石晶体，因此，降低了瓷的膨胀系数(堇青石晶体的膨胀系数为2.60x10‑6)。另外一方面，

MgO不可能都消耗到堇青石的结晶反应中去，有一部分作为熔挤熔解于玻璃相中，使玻璃相

的成分改变，降低了瓷坯的烧结温度。玻璃相的含量增多，也使膨胀系数降低。实际测得的

特殊瓷砂的膨胀系数为3.91x10‑6(20℃～600℃)。

[0043] 本发明对瓷砂进行显微结构与上砂强度分析可知，瓷砂种类及粒度均对试样及产

品的弯曲强度有很大的影响。经过试验对比，上特殊瓷砂的试棒的强度与目前生产的瓷砂

提高8～10％。提高瓷体外部胶砂层的强度及使之产生预压应力，有利于提高瓷套的弯曲强

度，并且通过对比试验，发现之后断裂位置都正常。

[0044] 本发明对制备的特殊瓷砂进行物理性能分析，与现有的瓷砂进行比较，比较结果

如下表：
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[0045]

[0046] 通过上表可知，本发明制备的特殊瓷砂的膨胀系数为3.91x10‑6，小于目前瓷砂的

5.03x10‑6膨胀系数，而本发明制备的特殊瓷砂未上釉的试棒弯曲强度为139kgf/cm2，现有

的瓷砂未上釉的试棒弯曲强度为125kgf/cm2，由此可知，特殊瓷砂的未上釉试棒弯曲强度

大于现有瓷砂的未上釉试棒弯曲强度，本发明制备的特殊瓷砂上生产棕釉的试棒弯曲强度

为162kgf/cm2，现有的瓷砂上生产棕釉的试棒弯曲强度为146kgf/cm2，由此可知，特殊瓷砂

的上釉试棒弯曲强度大于现有瓷砂上釉试棒弯曲强度，这是由于特制瓷砂和棕釉构成的胶

砂层的膨胀系数小于瓷主体，在产品的外表面上形成了一层具有预压应力的胶砂层，所以，

其机械强度要强于普通瓷砂产品的机械强度，保证了产品质量的可靠性。

[0047] 综上所述：本发明提出的新型瓷砂及其制备方法，由于在坯料中加入MgCO3，在焙

烧过程中，MgCO3在350℃左右就开始分解，分解时所产生的CO2排出坯外，使坯体内部的空位

增多所致，同时这也降低了瓷坯的烧结温度，玻璃相也相应增多，气孔膨胀，显示出过烧的

特征，气孔多呈圆形，孔径较大，分布也较均匀。坯料中石英、莫来石的含量相应减少，焙烧

时出现约1～2μm的短柱堇青石晶体，降低了瓷的膨胀系数，同时由于特制瓷砂和棕釉构成

的胶砂层的膨胀系数小于瓷主体，在产品的外表面上形成了一层具有预压应力的胶砂层，

其机械强度要强于普通瓷砂产品的机械强度，保证了产品质量的可靠性。

[0048] 以上所述，仅为本发明较佳的具体实施方式，但本发明的保护范围并不局限于此，

任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明披露的技术范围内，根据本发明的技术方案及其

发明构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本发明的保护范围之内。
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图1
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